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■ 基本回路例 
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RP601x 基本回路例 

 
推奨コンデンサ 

記号 説明 

CINP
*1 22 µF x 1、セラミックコンデンサ、JMK107BJ226MA (TAIYO YUDEN) 

CINA - 

COUT
*2 22 µF x 2、セラミックコンデンサ、JMK107BJ226MA (TAIYO YUDEN) 

*1 CINPをPVIN端子に最短距離で配置してください。 
*2 COUTをVOUT端子に最短距離で配置してください。 

 
推奨インダクタ (強制 PWM 制御モード: MODE = “H”) 

記号 説明 

L 
1.0 µH、DFE201610C (−1R0M) (TOKO) 
1.0 µH、TFM201610GHM−1R0MTAA (TDK)  

 
推奨インダクタ (PWM/ VFM 自動切替モード: MODE = “L”) 

記号 説明 

L 

1.0 µH、VSET < 3.6 V の場合、DFE201610C (−1R0M) (TOKO) 
1.0 µH、TFM201610GHM−1R0MTAA (TDK) 

2.2 µH、DFE252012P (−2R2M) (TOKO) 
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■ 使用上の注意点 

本製品を用いた電源回路の性能は周辺回路に大きく依存します。周辺部品の設定には十分注意してください。

特に各部品、基板パターン、および、本製品について各定格値 (電圧、電流、電力) を超えないように周辺回

路を設計してください。 

 

 VINP端子、GND 端子間のバイパスコンデンサ (CINP) は、最短距離で配線して下さい。 

 VOUT 端子、GND 端子間の出力コンデンサ (COUT) は、最短距離で配線し、ESR の低いセラミックコン

デンサをご使用ください。また、出力コンデンサ COUTの GND は、IC の GND 端子に最短で配線して下

さい。 

 GND 端子は基板の太い GND プレーンに接続してください。 

 VINP配線、GND 配線を十分強化してください。VINP配線、GND 配線のインピーダンスが高いと IC 内部

の電位がスイッチング電流により変動し動作が不安定になることがあります。また、VINP配線、GND 配

線、コイル、BOLX 、BULX 、VOUT配線にはスイッチングによる大電流が流れますので十分な配慮が必

要です。 

 内蔵 Lx スイッチが OFF する時に、コイルの作用によりスパイク状の高い電圧を発生することがありま

すので、出力コンデンサ (COUT) の耐圧は出力設定電圧の 1.5 倍以上のものを使用されるようおすすめ

致します。 

 BOLX 端子－コイル－BULX 端子間の配線は最短としてください。 

 コイルには、直流抵抗が小さく、許容電流が十分あり、磁気飽和しにくいものを選んでください。 
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■ ボードレイアウト例 

基板上の電流経路 

昇圧DC/DCとして動作させた場合の電流経路例を図1と図2に示し、降圧DC/DCとして動作した場合の電流経

路例を図3と図4に示します。青の矢印および緑の矢印はそれぞれ電流経路を表します。赤の矢印で示した箇

所には、MOSFETがONの時のみ電流が流れます。これらの箇所で発生する寄生インピーダンス、インダクタ

ンスや寄生容量はDC/DCコンバータの安定性に影響し、またノイズを発生させますので、これらの寄生成分

を最小にしてください。また、電流経路の配線は短く太くしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1. NMOSFET-ON (昇圧) 

 

図 2. PMOSFET-ON (昇圧) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3. NMOSFET-ON (降圧) 図 4. PMOSFET-ON (降圧) 
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■ ボードレイアウト図 

 

Top View Bottom View 

 

WLCSP-16 ボードレイアウト例 

 



本ドキュメント掲載の技術情報及び半導体のご使用につきましては以下の点にご注意ください。
1. 本ドキュメントに記載しております製品及び製品仕様は、改良などのため、予告なく変更することがあります。
又、製造を中止する場合もありますので、ご採用にあたりましては当社又は販売店に最新の情報をお問合
せください。

2. 文書による当社の承諾なしで、本ドキュメントの一部、又は全部をいかなる形でも転載又は複製されることは、
堅くお断り申し上げます。

3. 本ドキュメントに記載しております製品及び技術情報のうち、「外国為替及び外国貿易管理法」に該当す
るものを輸出される場合、又は国外に持ち出される場合は、同法に基づき日本国政府の輸出許可が必要
です。

4. 本ドキュメントに記載しております製品及び技術情報は、製品を理解していただくためのものであり、その使
用に関して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証、又は実施権の許諾を意味するも
のではありません。

5. 本ドキュメントに記載しております製品は、標準用途として一般的電子機器（事務機、通信機器、計測機器、
家電製品、ゲーム機など）に使用されることを意図して設計されております。故障や誤動作が人命を脅か
したり、人体に危害を及ぼす恐れのある特別な品質、信頼性が要求される装置（航空宇宙機器、原子
力制御システム、交通機器、輸送機器、燃焼機器、各種安全装置、生命維持装置等）に使用される際には、
必ず事前に当社にご相談ください。

6. 当社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生します。故障の
結果として人身事故、火災事故、社会的な損害等を生じさせない冗長設計、延焼対策設計、誤動作防
止設計等安全設計に十分ご留意ください。誤った使用又は不適切な使用に起因するいかなる損害等につ
いても、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

7. 本ドキュメントに記載しております製品は、耐放射線設計はなされておりません。
8. 本ドキュメント記載製品に関する詳細についてのお問合せ、その他お気付きの点がございましたら当社又は
販売店までご照会ください。

弊社デバイスに関する詳しい内容をお知りになりたい方は下記へアクセスしてください。

http://www.e-devices.ricoh.co.jp

●お問い合わせ・ご用命は・・・

本ドキュメント掲載製品に関するお問い合せは下記宛てまでお願いします。

●東日本地区

●西日本地区 〒 563-8501　大阪府池田市姫室町13-1
072（748）6262（直）  FAX 072（753）2120

〒140-8655　東京都品川区東品川3-32-3
03（5479）2854 （直）  FAX 03（5479）0502

Halogen Free

弊社は地球環境保全の観点から環境負荷物質の低減に取り組んでいます。
2006年4月1日以降、弊社はRoHS指令に適合した製品を提供しています。また、2012年4月1日以降は、
ハロゲンフリー製品を提供しています。


